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Die Digitalmikroskopieplattform sinaScope wird inzwischen
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Ventec ist Spezialist fiir die Herstellung
von hochwertigen Basismaterialien und
Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz

: liefert kundenspezifische Supply-Chain-
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Einfach kann jeder — Becker & Miiller sind die Spezialisten
fiir komplexe Leiterplatten. Der mittelsténdische
Familienbetrieb ist spezialisiert auf Prototyping sowie
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Hdchste Qualitét, Schnelligkeit und Zuverlassigkeit
zdhlen zu den wichtigsten Faktoren, mit denen sich das
Unternehmen europaweit einen herausragenden Ruf
erarbeitet hat.

Tel.: +49 (0)7832 9180-0
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